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Asunto . Solicitud de registro de patente PCT en fase nacional denominada PANEL

DE INTERCONEXION CON CIRCUITO DE SEPARACION PARA
EQUIPO DE TERMINAL DE DATOS, INSERCION DE CORRIENTE
Y RECOLECCION DE DATOS

Solicitante  : HUBBEL INCORPORATED

I. JESUS ABELARDO CARDENAS ALFARO, mayor de edad y vecino de la ciudad de
Bogota D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, abogado con T. P. No. 38.319,
obrando como apoderado de la compafiia HUBBEL INCORPORATED, sociedad
domiciliada en Connecticut, Estados Unidos de América, atentamente manifiesto a ustedes:

IL RESPUESTA REQUERIMIENTO

Por medio del presente escrito que doy respuesta al contenido del concepto técnico No.
2821, asi:

1. En cuanto a las dos publicaciones del PCT mencionadas en el petitorio, me permito
informarle al Despacho que por error mecanografico de incluyé la publicacion
WO02005/091913 A3, siendo la correcta W02005/084341 A3 y la cual adjunto.

2. Allego como anexo una descripcion corregida en su traduccion conforme al
requerimiento del examinador y el correspondiente pliego de reivindicaciones que hacen
referencia tanto a las caracteristicas del panel de conexion en si con sus componentes y al
método para su elaboracion, todo dentro de una franca congruencia con la descripcion.

De otra parte y conforme a lo manifestado en el concepto técnico mencionado, aclaro que
pese a las correcciones de traduccion hechas aparecen algunos términos en el texto tales
como PD y “bob Smith” para los cuales no se encontro traduccion posible para este tipo de
componentes denominados como terminales resistivos.

3. En cuanto al titulo de la invencidn y acogiéndome a la observacion hecha en el concepto
técnico objeto de respuesta y en cuanto a que el mismo no concuerda con las
reivindicaciones, me permito manifestarle al Despacho que lo reemplazo por el de “PANEL
DE CONEXION DE SUSPENSION CON CIRCUITO DE SEPARACION PARA
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Panel de Conexién de suspensioén con Circuito de Separacion
para Quipo de Terminal de Datos, Insercién de Energia y Recoleccion de

T

REFERENCIA A LAS/APLICACIONES RELACIONADAS

[0001] Esta es una continuacién en parté icitud No. 10/791,291, presentada el 3 de

marzo de 2004. E! objeto relaci mbién se revela en una solicitye de pateénte de los
Estados Unidos serie No. 10/791 2 de AbuGhazaleh et. al., titulada “Midspan Panel de)Q
conexién con Circuito de-Cempénsacion para Equipo de Termmal de Rato sercion de

Energia y Recoleccién de Datos”, cuyo objeto se incorpora aqui como referencia.
CAMPO DE LA INVENCION

[0002] La presente invenciéon se relaciona con un dispositivo de reemplazo del Panel de
conexién que incluye caracteristicas avanzadas que suministran energia y recoleccion de
datos en asociacion con dispositivos de red conectados proporcionando al menos las
categorias 3, 5, 5e, 6 y/o mayor (por ejemplo 6e o 7) y niveles de rendimiento equivalentes
segun se requiera. Mas especificamente, la presente invencién se relaciona con una Placa
de circuitos impresos del Panel de conexién que incluye componentes eléctricos modulares o
fijos para uso con caracteristicas avanzadas y también incluyendo técnicas de separacién de
circuitos para minimizar los efectos adversos de la electrénica requeridos para dar estas
caracteristicas avanzadas.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

[0003] La convergencia de tecnologias de telecomunicaciones y de comunicaciéon de datos,
y también ia distincién poco clara entre el aspecto del sistema y el sistema de cableado de la
red esta impulsando una evolucién continua del cableado estructural. Las expectativas de los
usuarios y la dependencia del funcionamiento de la red de area local (LAN) esta creando una
expectativa mas alld de la rapidez operacional y la confiabilidad para incluir también un
sistema y un manejo de sistemas y de rastreado del dispositivo. Actualmente, se han hecho
pocos avances en estas areas, debido al impacto de los mejoramientos propuestos sobre la
rapidez operacional. Como los enchufes de conexién y los interruptores negocian las
direcciones légicas y mapas de la red, la localizacion del bien y el manejo de la conexién se
hace mejor mediante el sistema de cableado. El desarrollo de avances debe orientar varias
caracteristicas y requisitos del sistema de evolucién tales como la deteccion de dispositivos
conectados, incluyendo la adicion, remocién y/o movimiento de los dispositivos que accesan
el sistema y la provision de corriente a los dispositivos conectados.

[0004] El mowmlento de d|sposmvos que accesan el sistema es una de las varia

cuyo objeto se incorpora._za L erencna muchas empresas tienen S|stemas dedlcad
de telecomunicacion que permiten a los computadores, teléfonos, faxes y similares
comunicarse entre si, mediante una red privada, y comunicarse con sitios remotos mediante
un proveedor de servicios de telecomunicaciones. En la mayoria de los edificios, el sistema
dedicado de telecomunicacion es mediante cables utilizando cables de telecomunicaciéon que
se unen a los puertos de servicio individual en todo el edificio y terminan en un sistema de
comunicaciones que se utiliza para conectar las varias lineas de telecomunicaciones. El
sistema de conexibn normalmente esta localizado dentro de un gabinete de
telecomunicaciones y mas a menudo se coloca en una estructura que inciuye algunos
bastidores o paneles de conexién a los cuales se conecta cada linea de telecomunicaciones.
Los paneles de conexién incluyen algunos conjuntos de puertos, como puertos conectores
de telecomunicaciéon RJ-45, y cada linea de telecomunicacion se conecta al panel de
conexidén en una forma organizada.

<]



[0005] Un ejemplo de consideraciones de movimiento del dispositivo que se revela en la
patente Batolutti incluye la asignacién de uno o mas empleados de su propia red de
computadores, el intercambio de nimero de acceso de modo que el empleado pueda
conectarse con una computadora central de la compania o una red de computadores.
Cuando un empleado o un equipo se mueve, los cables de las comunicaciones en un
compartimiento tipico de telecomunicaciones se reordenan y las nuevas posiciones se
documentan manualmente utilizando papel o registros en el computador. Sin embargo, los
técnicos a menudo descuidan la actualizacion de los registros de organizacién, cada vez que
se hace un cambio. Para corregir esto, se debe realizar rastreo del cable de comunicaciones
que puede exigir mucho tiempo y es propenso a otros errores.

[0006] La deteccidon de dispositivos conectados es otra consideraciéon durante el desarrollo
del mejoramlento que comunmente se requiere para seguridad en muchas aplicaciones. Los »
“ e .

electrénico, incluyendo € requieren la conexién fisica real de un cable de
seguridad a cada pieza del equipo protegido o la conexién de etiquetas no removibles al
equipo. Sin embargo, estos métodos requieren dispositivos de deteccion mas bien costosos
y no son muy practicos en todos los casos. En el método de deteccion de dispositivos
revelado en la patente Cummings, se utiliza un suministro aislado de corriente aislado para
permitir que una sefial de corriente baja DC a cada unién de comunicacién y de alli en
adelante, controlar un circuito creado mediante una terminacién resistiva DC entre el enlace
de comunicacién y un dispositivo remoto. Cualquier interrupcion entre el enlace de
comunicaciones y el dispositivo remoto, como la remocién del dispositivo del nexo de
comunicaciones, interrumpe el circuito y activa una alarma.

[0007] Otros métodos de deteccion de dlsposmvos de cnrcwto también mcluyen la deteccmn

incluye algunos medios electronicos conectados a plezas individuales de equipos proteg' os,
cada medio incluye un par de conectores que se conectan para formar un circuito cerrado de
corriente por medio de un resistor de serie y lamina conductora unida adhesivamente al
equipo. Una vez ensamblado, el bucle de circuitos resultante puede utilizarse para detectar
la remocién del dispositivo, pero la lamina conductora que esta unida al equipo puede
removerse cuidadosamente sin ninguna deteccién.

[0008] La patente Batolutti también referenciada antes, revela todavia otro método de
deteccion de los conectores mismos del panel de conexién. Un panel de conexion en donde
se montan sensores mecanicos de comunicacion, sirve para detectar la presencia o ausencia
de un conector de cable de comunicaciones en un puerto conector en el panel y un
controlador computarizado conectado a los sensores miiltiples puede utilizarse luego para
controlar los cambios en las conexiones del panel de conexién como cuando se remueve un
conector de un puerto conector. Sin embargo, la deteccion se limita a la sola ausencia o
presencia de un conector.

[0009] Proveer corriente a otros dispositivos conectados es todavia otra consideracion
durante el desarrollo de mejoramientos que a menudo pueden incluir aspectos de deteccién
de dispositivos como se describié antes. Las aplicaciones de la corriente, como las que se
encuentran en la tecnologias de Ethernet, permite a los teléfonos IP, los Puntos de Acceso
LAN inalambricos y a otros aparatos recibir corriente mientras reciben datos en el cableado
LAN existente sin necesidad de modificar la infraestructura de Ethernet. Estas tecnologias se
describen en |[EEE802.3af, también conocida como Energia sobre Ethernet, que resume los
disefios del equipo de suministro de energia Ethernet y las terminales activadas.
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aplicacion de corriente, se utiliza un paso de deteccién inicial antes de un paso de aplicacion
de energia. Antes de aplicar la energia externa a un dispositivo, se realiza la deteccion
automatica del equipo conectado aplicando un nivel bajo de energia a la interfaz de la red y
midiendo una caida de voltaje en el trayecto de retorno. La medida puede tener tres estados,
incluyendo ninguna caida de voltaje, una caida de voltaje de nivel fijo 0 una caida de voltaje
de nivel variado. Como se revela en la patente Katzenberg, si no se detecta ninguna caida
de voltaje, entonces el equipo remoto no contiene una terminacion resistiva DC y este equipo
se identifica como incapaz para soportar alimentacion remota de corriente. Si se detecta un
nivel fijo de voltaje, el equipo remoto contiene una terminacién resistiva DC, como una
terminacion “bob smith” y este equipo también se identifica como incapaz para soportar
alimentacion remota de energia. Si se detecta un nivel de voltaje variado, esta deteccion
indica la presencia de un suministro de conexién DC-DC en el equipo remoto y este equipo
se identifica como capaz de soportar alimentacién remota de energia que luego se
suministra.

[0011] Los esfuerzos para dirigir el movimiento del dispositivo y la deteccion, y también los
intentos para dirigir el suministro de energia a dispositivos conectados, fallan tipicamente al
considerar la degradacion del desempefio de la comunicacion que pueden crear estas
soluciones. Cuando se han hecho esfuerzos para corregir la degradacién de desempefio, las
soluciones han sido tipicamente limitadas a la reubicacién y manipulacién de los rastros de
sefiales. Ejemplos de estas soluciones se describen en la patente de los Estados Unidos No.
5.797.764, expedida el 25 de agosto de 1998, a Coulombe y otros., y en la Patente de los
Estados Unidos No. 5.673.009, expedida el 30 de septiembre de 1997, a Klas y otros., cuyo

opla Ca a un blogque conector y a un conjunto de
clavijas dentro de un panel de comunicacién. Cada rastro de sefial en la placa da un rastro
de compensacién alineado por encima o por debajo de la respectiva sefial para una conexién
electromagnética entre los rastros suficientes para reducir la superposicion de sonidos. La
manipulacion de los rastros también se revela en la patente Klas, que presenta una placa de
circuito impreso, en el cual la superposicién de sonidos se elimina mediante la reubicacién de
los rastros adyacentes. Rastros de fuente de sefales iguales u opuestos se colocan
adyacentes entre si de modo que la superposicion de sonidos acumulada se elimina.
Desafortunadamente, la manipulacién del rastro no es suficiente en cada caso para dar la
categoria 3, 5, 5e, 6 y/o mayor y los niveles de funcionamiento equivalentes.

[0012] Todavia otros ejemplos de estas soluciones se revelan en la patente de los Estados
Unidos No. 6.443.777, expedida el 3 de septiembre de 2002, a McCurdy y otros., y la
Patente de los Estados Unidos No.6.464-54 5 de octubre de 2002, a Hashim™
y otros., cuyo objetivo se_inCorpora aqui por referencia.
técnica de compensacion ici -sonidos inductiva y capacitiva incorporada efi
un conector de comunicacion (es decir, clavija modular) que incluye la reubicacién de los
cables de contacto y la adicién de una placa de cableado impreso para el acople capacitivo.
Los cables de contacto se separan por una distancia fijada para obtener un nivel adecuado
de acople de compensacion inductiva, y se proporciona acoplamiento capacitivo por una o
mas placas de circuito impreso localizados en el cuerpo del enchufe, cuando se desplazan
los cables de contacto. El uso de estas placas de cableado impreso también se discute en la
patente Hashim, que también revela una técnica de compensacion de superposicion de
sonidos de dos fases. En una primera fase, una placa de cableado impreso se suministra
para un acople capacitivo, mientras se disponen los alambres de contacto, y en una segunda
etapa, una placa de cableado impreso se suministra con algunos bucles inductivos y rastros
de peine cuidadosamente posicionados. Aunque las patentes de McCurdy y Hashim se
refieren a la degradacion del funcionamiento mas alla del conector, cada una falla al referirse
a la degradacién del funcionamiento que puede crearse debido a los elementos de circuito
activo adicionales involucrados para dar las caracteristicas avanzadas.

[0013] De acuerdo con lo anterior, existe la necesidad de un panel de conexién reactiva que
pueda incluir caracteristicas avanzadas para el manejo de activos y seguridad y también
pueda dar compensacion para activos de electrénica utilizada para lograr estas y ofras
caracteristicas avanzadas.
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RESUMEN DE LA INVENCION

[0014] Un objetivo de la presente invencion es proveer un sistema y método para elaborar un
circuito de panel de conexién que pueda incluir componentes de caracteristicas avanzadas
para uso con funciones de manejo de activos y de seguridad, incluyendo funciones para
proveer energia y deteccién de dispositivos conectados remotamente.

[0015] Otro objetivo de la presente invencién es proveer un sistema y método para elaborar
un circuito de panel de conexién que puede incluir componentes de caracteristicas
avanzadas como componentes electrénicos modulares removibles o0 como componentes
electronicos fijos, localizados directamente en la placa de circuito impreso del panel de
conexion.

[0016] Otro objetivo de la presente invencidn es proveer un sistema y método para elaborar
un circuito de panel de conexidon que permita comunicacion entre un conector de
desplazamiento de aislamiento (IDC) en una terminal de PD/Usuario y un tipo de interfaz
estandar, utilizando pares de cables trenzados, como un conector RJ45, en un terminal del
interruptor (es decir, terminal del equipo de telecomunicaciones).

[0017] Otro objetivo de la presente invencion es proveer un sistema y un método de un
circuito de panel de iconexion de activo que pueda minimizar los efectos del funcionamiento
adverso sobre la comunicacion creada por los componentes modulares removibles o fijos de
caracteristicas avanzadas y permitir por lo menos categoria 3, 5, 5e, 6 y/o mas (por ejemplo
6e 0 7) y niveles de funcionamiento equivalentes segun se requiera.

[0018] Todavia otro objetivo de la presente invencién es proveer un sistema y método para
un circuito de panel de conexién de activo construido como un panel 3U que incluye espacio
para el manejo de cables y circuitos activos entre los circuitos de telecomunicacion
dispuestos por encima y por debajo de los circuitos de manejo de cables y los circuitos
activos, incluyendo 1 a 120 puertos de modo que se mantenga la densidad.

[0019] Estos y otros objetivos de la presente invencion se logran sustancialmente
suministrando un circuito de panel de conexién que puede incluir médulos removibles o
componentes electronicos fijos localizados directamente en una placa de circuito impreso de
panel de conexién, que se utiliza separadamente o en combinacién para proveer
caracteristicas avanzadas. Las caracteristicas avanzadas pueden incluir detecciéon de la
presencia o ausencia de conexion de un dispositivo remoto y cuando sea el caso, permitir un
suministro de energia a los dispositivos remotos conectados, incluyendo teléfonos VolP,
dispositivos remotos inalambricos de Ethernet y otros dispositivos de red. El circuito de panel
de conexién incluye una placa de circuitos impresos de panel de conexion de capas multiples
que tiene una pluralidad de capas, un circuito de comunicaciones dispuesto en una primera
capa y electronicamente acoplado entre un conector de desplazamiento de aislamiento (IDC)
en un terminal PD/Usuario y un conector RJ45 en un interruptor final, y un modulador
removible o componente electronico fijo unido eléctricamente con dicho circuito de
comunicaciones. El componente puede incluir un circuito activo dispuesto en una segunda
capa para uso en el suministro de una caracteristica avanzada. El circuito también incluye un
mecanismo de separacién que comprende al menos una tercera capa dispuesta entre la
primera y la segunda capa para aislar el circuito activo del circuito de comunicacion y
minimizar sustancialmente los efectos adversos resultantes del circuito activo. El aislamiento
del circuito activo ademas se puede asegurar al proveer el conjunto de circuito activo como
componentes modulares desmontables, tal como un modulo de memoria en linea dual
(DIMM) o dispositivo similar.

[0020] El circuito de panel de conexion y los componentes fijos y/o remotos removibles
incluidos pueden soportar técnicas de implementacion de dispositivos similares a las de las
series IEEE802.3af y TIA-568B, incluyendo actualizaciones como TIA-568B.1-6. El circuito
de panel de conexién y los componentes incluidos también son suficientemente flexibles
para proveer energia a otras configuraciones de dispositivos patentados, aplicaciones o
estandares de desarrollo que requieren niveles similares de corriente.



[0021] EI circuito de panel de iconexion también puede realizar funciones de recoleccién de
datos en varios parametros del sistema incluyendo conexiones de dispositivos, localizaciones
y condiciones del estado de la energia en varios puertos de conexion. En cada caso, el
circuito del panel de conexién permite al menos categoria 3, 5, 5e, 6 y/o mas (por ejemplo 6e
o0 7) y niveles de desempefio equivalentes minimizando los efectos adversos de la
electrénica fija activa y o removible utilizada para dar las caracteristicas avanzadas mediante
el uso de elementos de técnicas de separacion del componente de circuito para compensar
por electrénica de caracteristicas avanzadas.

[0022] Otros objetivos, ventajas y caracteristicas sobresalientes de la presente invencion se

haran evidentes con base en la siguiente descripcion detallada, que cuando se toman en
conjunto con los planos adjuntos, revela una realizacion preferida de la presente invencion.

BREVE DESCRIPCION DE LOS PLANOS O DIBUJOS

[0023] Se refiere a los dibujos que forman parte de esta invencién:

[0024] La FIG. 1 es un diagrama de bloque que ilustra una insercién de energia de equipo
terminal de datos y circuito de panel de conexion de recopilacién de datos de acuerdo a una
realizacion o modalidad de la presente invencién;

[0025] La FIG. 2 es una vista en perspectiva desde un primer angulo que ilustra el montaje
de un panel de acuerdo a una realizacién de la presente invencién;

[0026] La FIG. 3 es una vista en perspectiva desde un segundo angulo que ilustra el montaje
de un panel de acuerdo a una realizacion de la presente invencion.

[0027] La FIG. 4 es una vista en elevacion lateral que ilustra un ensamble de panel de
conexion que incluye la electrénica de caracteristicas avanzadas de acuerdo a una
realizacién de la presente invencién.

[0028] La FIG. 5 es una vista en elevacion lateral que ilustra un ensamble de panel de
conexién que incluye médulos enchufables de caracteristicas avanzadas como una placa de
opciones de funcionalidad montado en paralelo de acuerdo a una realizacién de la presente
invencién;

[0029] La FIG. 6 es una vista en elevacion lateral que ilustra un ensamble de panel de
conexion que incluye médulos enchufables de caracteristicas avanzadas como una placa de
opcion de funcionalidad montado perpendicularmente, de acuerdo con una realizacion de la
presente invencion;

[0030] La FIG. 7 es una vista en planta de una placa de circuito impreso de panel de
conexion de capas de acuerdo con una realizacién de la presente invencion;

[0031] La FIG. 8 es un esquema que ilustra un ejemplo de elementos de circuito activo que
pueden disponerse en la placa de circuito impreso del panel de conexion para usarse con el
fin de permitir deteccion e insercion de energia de acuerdo con una realizacion de la
presente invencion.

[0032] La FIG. 9 es un esquema de distribucién de sefal que ilustra el circuito de la Fig. 8
dispuesto en la placa de circuito impreso de panel de conexién de acuerdo con una
realizacion de la presente invencion.

[0033] La FIG. 10 es un esquema de distribucién de sefal que ilustra un circuito de
minimizacion de efectos dispuesto en la placa de circuito impreso del panel de conexién para
uso con el circuito de la Fig. 8 de acuerdo con una realizacién de la presente invencion.

[0034] La FIG. 11 es un esquema de la distribucién de sefial que ilustra el circuito de
minimizacion de efectos de la Fig. 10y el circuito de la Fig. 9 en una posicion de ejemplo en




la placa de circuito impreso del panel de conexién de acuerdo con una realizacion de la
presente invencion, y

[0035] La FIG. 12 es una vista en perspectiva en explosion de una insercién de energia del
equipo de terminal de datos y del panel de conexidon de recoleccidbn de datos con una
realizacioén de la presente invencién.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

[0036] La ncién incluye un dispositivo eléctrico que funciona como un panel de (\O
conexion permmendo §I mismo tiempo caracteristicas avanzadas adicionales. Cuando se -
proveen | fsticas avanzadas, la presente invencion también sirve para reducir o
eliminar los efectos adversos creados por la electronica con caracteristicas avanzadas
mediante el posicionamiento y la separacion de elementos de circuito, y/o permitiendo que

los elementos de minimizacion del circuito de compensaciéon aumenten los niveles de
desempeifio.

[0037] La presente invencién puede incluir uno o mas componentes de caracteristicas
avanzadas separadamente o en combinacién como unidades modulares enchufables como
una memoria doble en linea (DIMM), o circuitos dispuestos directamente en la placa de
circuitos del panel de conexién. Como se describe con mayor detalle mas adelante, los
componentes de caracteristicas avanzadas se pueden utilizar para detectar dispositivos
conectados al cableado del panel de conexion, para seguridad y para detérminar las clases
de dispositivos con respecto a los requerimientos de la energia, y también permiten que se
conecten dispositivos de corriente DC cuando sea practico. La energia puede suministes
mediante técnicas similares resumidas en I|EEE802.3af y TIA-568B;
actualizaciones como TIA568B.1-6 y otros estandares en desarrolio.

\\[0038] Las caracteristicas modulares de la presente invencion permite que se agregueny se . ﬂ
p JJ retiren componentes en cualquier nimero de combmacuon'émuna amplia gama é/ /
\/ de caracteristicas avanzadas en el panel de conexién, incluso mas alld de las resumidas g
' antes. Por ejemplo, hay varios estandares y aplicaciones que necesitan aplicacién de
energia diferente de IEEE802.3af, como los sistemas de automatizacién de edificios,
sistemas de seguridad, VolP, etc., y la referencia a IEEE802.3af anterior se presenta como
un ejemplo de la aplicacién de la presente invencién. También, las caracteristicas modulares
de la presente invencién permiten todavia estandares de desarrollo, como las asociadas con
. TIA e IEEE. Ademas, se pueden utilizar médulos separados para suministrar diferentes
funciones. Por ejemplo, se pueden suministrar médulos separados para aplicacion de
energia y funciones de manejo de activos.

[0039] Los componentes de las caracteristicas avanzadas, sin embargo, no se limitan a las
unidades modulares y también pueden incluir circuitos fijos 0 componentes de circuitos que
se disponen directamente en el panel de conexion o en la placa de circuito impreso del panel
de conexién. En cada caso y especificamente en los casos en que los componentes
adicionales de circuito de caracteristicas se disponen directamente en la placa de circuitos
impresos del panel de conexién, los componentes pueden crear efectos adversos que
requieren compensacion si el panel de conexidon debe obtener los niveles de desempefio
deseados. Esta compensacion se puede dar mediante técnicas como la separacién y el
posicionamiento selectivo de componentes de caracteristicas avanzadas y circuitos, y
mediante la adicion de componentes de circuitos activos a la placa de circuitos impresos del
N, Panel de conexion. N
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conectado remotamente por medio de 22(d) con el circuito 12 del panel de interconexion.
Como se sabe por los expertos en el arte, el circuito del panel de conexién tipicamente sirve
como un enlace o conexion entre estos dispositivos y el servidor o interruptor 26 del archivo
de la red.

[0041] Cada dispositivo 22(a) localizado remotamente por medio de 22(d) se conecta a la red
26 por medio del panel 12 de comunicaciones para dar acceso remoto amplio al usuario a
una red. Los dispositivos 22(a) localizados remotamente por medio de 22(d) (por ejemplo,
computadores personales) se muestran conectados al conjunto de puertos 18 por medio de
un enlace 24 de comunicacién de datos, que incluye una pluralidad de lineas de transmision
y recepcién de comunicacién para comunicar informacion entre cada uno de los dispositivos
remotos y un destino final, como el servidor del archivo de la red 26.

[0042] En la realizacién de la presente invencidn que se ilustra en la Fig. 1, el panel 12 de
conexion puede utilizarse para monitorear cada dispositivo 22(a) electrénico localizado
remotamente por medio de 22(d) utilizando por ejemplo, un circuito cerrado de continuidad
de energia suministrado por la caracteristica de detecciga _del dlsposmvo 14 como se
describe con mas detalle mas adelante. La caracteristnc@?e*

puede proveerse como un componente removible electréni odular o como un c:rcwto fijo
dispuesto directamente en la placa de circuito impreso dejgpanel J
panel de conexién 12. En cualquier caso, la caracteristica\14)de deteccuén de dispositivosvbe
puede utilizar para controlar el enlace 24 de comunicacién de datos y detectar la presencia y
remocién de cualquier dispositivo de la red 22. La adicion de esta caracteristica avanzada sin
embargo, puede producir efectos perjudiciales en el desemperio de las comunicaciones del
circuito 12 del panel de conexién.

[0043] EI circuito 12 del panel de conexion también se puede utilizar para proveer insercién
de energia para cada uno de los dispositivos 22(a) electronicos localizados remotamente por
medio de 22(d) utilizando por ejemplo, el enlace 24 de comunicacién de datos El enlace de
panel de conexion provea la insercion de energia del equip o se descrihe con mayor
detalle mas adelante. En la patente de los Estados Unidos No. 5.406.260 a Cummnings y
otros., referenciada antes, se revelan detalles adicionales respecto_de- a deteccnon de
disposmvos y la insercion de energia.

[0044] E! circuito del panel de conexién 12 de la Figura 1 también puede incluir una funcién o
caracteristica de gestion de datos 20 dada para monitorear, controlar y recolectar datos de la
red del dispositivo remoto 22, caracteristica 14 de deteccion de dispositivos, caracteristica 16
de insercion de energia y cualquier componente adicional de caracteristicas que se puede
incluir. La informacién se puede acceder remotamente, periédicamente enviada a un servidor
de la red para manejo del sistema. Como con la caracteristica 14 de deteccion de
dispositivos, la caracteristica 16 de insercion de energia y la caracteristica 20 de manejo de
datos también pueden darse como componentes electrénicos modulares removibles
separados (por ejemplo, DIMM o dispositivos similares), o circuitos fijos dispuestos
directamente en una placa de circuito impreso de panel de conexion y también puede
producir efectos nocivos en el desempefio de la comunicacién del circuito 12 del panel de
conexion.

[0045] EI circuito de panel de conexion 12 de la Fig. 1 se puede construir como un estante
de telecomunicaciones que incluye un panel adaptador, un nimero de conjuntos de puertos
de comunicaciones y una o mas placas de circuito impreso. Cada placa de circuito impreso
del panel de conexién puede montarse mecanicamente a un panel adaptador creando asi
una plataforma, o montando la superficie para los componentes electrénicos del panel de
conexion y los componentes adicionales de funcién.

[0046] Las figuras 2 y 3 son vistas en perspectiva desde un primero y segundo angulo que
ilustran un panel de montaje de acuerdo con una realizacion de la presente invencién. La
figura 2 muestra una superficie frontal del panel 30 que tiene una serie de mecanismos de
manejo de cables 34 asegurada y que se extiende desde la superficie del panel entre una
serie de aberturas 32 de puertos. Entre los mecanismos de manejo de cables y adyacente a
cada una de las aberturas de los puertos, se provee una serie de aberturas 38. La Fig. 3
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estra una superficie posterior del panel 30 que tiene una serie de mecanism Q_swde montaje
&%’ggrad@y que se extiende desde la superficie del panel. Cada caracteristica del panel
ilustrada errias figuras 2 y 3, se describen con mas detalle a continuacién, en asociacion con
una placa de circuito impreso del panel de conexién y los componentes.

[0047] Como se observé antes, el panel 30 incluye una serie de mecanismos de manejo de
cables, aberturas de puerto, aberturas y mecanismos de montaje, sobre los cuales se puede
ensamblar y montar una placa de circuito impreso del panel de conexién y los componentes
asociados como se ilustra en las Figs, 4, 5 y 6. Las Figs. 4, 5 y 6 son vistas laterales que
ilustran un estante de telecomunicaciones ensamblado del circuito del panel de
comunicacién 12 de acuerdo con la presente invencion. Como se ilustra en las g

la superficie frontal del panel adaptador 30 incluye una serie de mecanismog
de cables mecanicamente conectados adyacentes a la serie de aberturas de
puede utilizar para dar soporte, control y proteccién de varios cables asociados con el circuito
12 del panel de interconexion. En el ejemplo ilustrado, los mecanismos de manejo de cable
se pueden construir como anillos que tienen una circunferencia con al menos una abertura
de acceso dispuesta para la insercion de cables. Los mecanismos de manejo de cables de
las Figuras 4 a 6 se presentan como un ejemplo, y se pueden construir en diferentes
ordenamientos en otras versiones de la presente invencién segun se requiere por la solicitud.
El panel 30 del adaptador también incluye una serie de aberturas 38 entre la superficie
frontal y posterior del panel 30 del adaptador, que permite acceso entre las superficies para
uso en el enrutamiento de los cables y las instalaciones de la clavija modular como se
describe con mas detalile mas adelante.

[0048] La superficie posterior del panel 30 del adaptador puede incluir una o mas placas ¢ qu

ito impreso 40 mecanicamente montadas por medio de una serié de’ guntos ‘de_montaje
,ué%;e se extienden desde la superficie posterior del panel del ad adaptador. Los puntos de
‘moftaje se pueden construir con un didmetro interno roscado para recibir un conector
roscado por medio de uno o mas orificios de montaje en las placas de circuito impreso o
modulos de circuito. Uno o més puntos de montaje (36) también se pueden utilizar como una
conexion eléctrica a tierra entre un plano a tierra de la placa de circuito impreso conectado y
el panel del adaptador. En otra versién de la presente invencion, los puestos de montaje 36
pueden reemplazarse por uno o mas miembros de soporte plastico que tengan un cierre de
resorte o0 mecanismo similar en cada extremo, como se conoce por los expertos en esta
area.

[0049] Cada mecanismo de montaje descrito antes se puede utilizar para asegurar una o
mas placas de circuito impreso en la superficie posterior del panel 30 del adaptador sobre el
cual se pueden posicionar tanto el enrutamiento de la sefial como los componentes de
caracteristicas avanzadas, como se muestra en las Figuras 4 a 6.

[0050] En la Figura 4, se muestra una placa 40 de circuito impreso del panel de conexion
montada paralela a la superficie posterior del panel 30 del adaptador, permitiendo asi, una
superficie de montaje expuesta y accesible para componentes de caracteristicas adicionales
y/o médulos, como la caracteristica 14 de deteccion de dispositivos, la caracteristica 16 de
insercién de energia y la caracteristica 20 de gestién de datos. Los componentes y/o
modulos de caracteristicas adicionales se pueden disponer directamente en la placa 40 de
circuito impreso, o eléctricamente unidos como moédulos, DlMM o dispositivos
similares (no mostrados), placas de circuito impreso modulares_paralélos como se muestra
en la Fig. 5, o placas de circuito impreso perpendiculares modulares como en la Fig. 6. En la
Fig. 5, se muestra una caracteristica adicional, o placa 48 de opcién de funcionalidad
adicional montada paralela a la superficie de Ia placa 40 del circuito impreso del panel de
conexion, y en la Fig. 6, una placa 50 de circuito impreso de caracteristicas adicionales
perpendicular a la placa de circuito impreso del panel de conexién 40, utilizando cada uno
conexiones modulares o flexibles directas 45 para acoplar eléctricamente cada placa 40, 48
y 50.

[0051] Un numero de dispositivos de acoplamiento, tales como ensambles 44 de puerto de
conexion, también pueden posicionarse en la superficie de la placa de circuito impreso 40
para hacer interfaz con varios cables alineados a lo largo de la superficie frontal del panel del
adaptador. Los dispositivos de acoplamiento, que se muestran extendidos entre la superficie
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de la placa 40 de circuito impreso y la superficie frontal del panel 30 del adaptador por medio
de aberturas 32 de puertos, pueden utilizarse para terminar el cableado alineado hacia los
mecanismos de manejo de cables 34 sin requerir acceso directo a las placas 40, 48 o 50, de
circuito impreso, y permiten el circuito eléctrico entre un conector de desplazamiento de
aislamiento (IDC) y un conector modular RJ45 como se describe con mayor detalle mas
adelante.

[0052] Regresando a la Fig. 4, la placa 40 de circuito impreso puede acomodar el circuito 46
electrénico requerido para circuitos de caracteristicas avanzadas directamente en el area de
la superficie de la placa 40 de circuito impreso del panel de comunicacién, o como se
muestra en las Figs. 5 y 6, los componentes de caracteristicas avanzadas pueden ser
modulares y acoplados con la placa 40 de circuito impreso en cualquier nimero de
combinacion. Estos circuitos de caracteristicas avanzadas de las Figs. 4 a 6, los
componentes 46, 48 y 50 respectivamente, pueden incluir la deteccion de los dispositivos, la
insercion de energia y las caracteristicas de gestién (Fig. 1), ademas de cualquier otro
numero de caracteristicas adicionales avanzadas existentes. Cada circuito de caracteristicas
avanzadas puede agregarse, mejorarse, o reemplazarse de acuerdo con el nivel deseado de
funcionalidad sin reemplazar todo el panel 12 de comunicacién o la placa 40 de circuito
impreso en el panel de comunicacién y sin recurrir en costos adicionales de nuevo cableado.
Por ejemplo, como se observé antes se pueden utilizar médulos separados para permitir
diferentes funciones, como aplicacion de corriente y funciones de gestion de activos.

[0053] Aunque las circuitos de caracteristicas avanzadas de la placa de circuito impreso 40
se muestran colocadas opuestos a los conjuntos 44 en las Figs. 4 a 6, en otra realizacion de
la presente invencién, los circuitos de caracteristicas avanzadas de la placa 40 de circuito
impreso, pueden colocarse en el mismo lado que los conjuntos 44 del puerto de
interconexion, y también pueden extenderse a través de las aberturas adicionales hasta la
superficie frontal del panel del adaptador 30, como se ilustra y se describe con mas detalle,
mas adelante, en referencia a la Figura 12. Se puede suministrar una cara o cubierta para
abrir y cerrar permitiendo acceso a los circuitos de caracteristicas avanzadas (por ejemplo,
médulos electrénicos) para mantenimiento, mejoramiento y reemplazo.

[0054] Una vez ensamblada la placa 40 del circuito impreso del panel de conexién se puede
proveer un circuito de comunicacion, por ejemplo, entre un conector de desplazamiento de
aislamiento en un extremo de PD/Usuario, y cualquier tipo de interfaz estandar utilizando
cables pares trenzados sin forro, como conectores RJ45 en un extremo de interconexién.
Como se construye, la presente invencion puede incluir un panel 3U que tiene espacio para
manejo de cable y circuito activo entre los circuitos de telecomunicacién que estan
organizados por encima y por debajo del circuito de manejo de cables y el circuito activo, y
que incluye 1 a 120 puertos por unidad, de modo que se mantenga la densidad.

[0055] Como se sabe por los expertos en este campo, el conjunto de circuitos electrénicos
requeridos para los circuitos 46, 48 y 50, de caracteristicas avanzadas, tipicamente incluye
cierta cantidad de circuitos activos. Cuando se proveen estos circuitos como médulos
enchufables ( por ejemplo, DIMM o dispositivos similares) o posicionados en una placa 40 de
circuito impreso, se puede crear un grado de degradacion del funcionamiento del panel de
conexién debido a los elementos de circuito activo implicados. La placa 40 de circuito
impreso de la presente invencion, sin embargo, se configura para compensar esta
degradacion y permitir la categoria 3, 5, 5e, 6 y/o mas (por ejemplo 6e o 7) y niveles
equivalentes de funcionamiento segin se requiera. Especificamente, la presente invencion
incluye un circuito de panel de conexion que tiene algunas técnicas para minimizar
significativamente el impacto de esta degradacion del funcionamiento.

[0056] Una primera técnica de compensacién utilizada de acuerdo con la presente invencién
se logra mediante un disefio de placa de circuito impreso de panel de conexion y la capa de
separacion. Como se muestra en la Fig. 7, la presente invencién construye la placa de
circuito impreso 40 como un panel ordenado multicapa que permite separar circuitos activos
de las capas de sefal, igual que se hace con las sefiales tradicionales de
telecomunicaciones o similares (por ejemplo: las sefiales Ethernet). La Fig. 7 es una vista del
plano del montaje de una placa de circuito impreso multicapas del panel de conexién que

G
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muestra las capas individualmente de la placa de circuito impreso 40 de la presente
invencion.

[0057] EI conjunto de circuitos activos del circuito del panel de conexién 12 normalmente
incluye circuitos de deteccion, amplificadores operacionales y otros componentes necesarios
para las operaciones légicas e insercién de energia en la red del panel de conexion. Detalles
adicionales relacionados con el conjunto de circuitos se encuentran en la Patente
Norteamericana No. 5.406.260 dé Cumming y otros., antes mencionada. En la presente
invencién, este conjunto de circuitos activos, incluyendo conjunto de circuitos légico
funcional, se coloca via médulos de enchufar (por ejemplo, DIMM o dispositivos similares), o
se coloca directamente en una o mas de las capas de la placa de circuito impreso 40, las
cuales, estan separadas de las demas capas en la forma que se describira mas adelante.

[0058] En el ejemplo de la Fig. 7, el panel de la placa de circuito impreso 40 del panel de
conexién 12 se construye con al menos 8 capas, e incluye las capas 52 a 66 sobre las
cuales los componentes, caracteristicas y pistas para sefial se pueden separar incluso si se
establece un circuito eléctrico entre un IDC y un conector RJ45 en concordancia con una
realizacion de la presente invencién. En el panel de conexién multicapa de la Fig. 7, las
capas de sefial ocupan las primeras dos 0 mas capas, debajo de las cuales estan las capas
de conexion a tierra y de energia, que proporcionan aislamiento. Las restantes capas, una o
mas, contienen los componentes y las rutas a los circuitos activos los cuales se separan de
la sefial, o el conjunto de circuitos de telecomunicaciones ubicandolos en capas que estan
aisladas por planos de conexién a tierra y/o de alimentacién de energia. Un ejemplo de las
capas de la placa de circuito impreso 40 se define en la Tabla 1.

Tabla 1

Capa Funcion

52 Circuito de telecomunicaciones con las pistas que Hlevan sefal y un numero
limitado de los circuitos de compensacion. Esta capa puede incluir también
componentes los cuales necesitan ser parte de, o estar cerca de las pistas de

seial.

54 Circuito de telecomunicaciones con circuitos de compensacién y nimero limitado
de pistas que llevan sefial.

56 Plano a tierra

58 Plano a tierra

60 Plano de fuente de energia (por ejemplo: +8 a +15V)

62 Plano de fuente de energia (por ejemplo: +5V)

64 Capas de pistas de circuito activo secundario

66 Componentes activos, componentes IDC, médulo de conectores de entrada y

principales pistas para los circuitos activos.

[0059] Cuando se combinan, las capas de la placa de circuito impreso 40 proporcionan un
circuito eléctrico que realiza la interfaz entre el cableado de campo y el cableado del sistema
y las caracteristicas avanzadas. En esta configuracion, la participacion de los circuitos de
cada capa de la placa de circuito impreso 40 puede ser descrita como sigue:

[0060] Sobre la capa 52, los circuitos de telecomunicaciones 53, cada uno con pistas que
llevan sefial y circuitos de compensacion se utilizan para proporcionar comunicacion entre un
usuario final y un interruptor terminal. Ademas, como se discutirda mas adelante en relacién
con una segunda técnica de compensacion, una serie de elementos del circuito de
compensacion 68 son colocados a lo largo de la capa de sefal. Entre las capas 52 y 54, hay
una primera de varias capas de preimpregnacion.
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[0061] Debajo de la primera capa de preimpregnacion, se incluye una capa de asignacién de
ruta 54 (por ejemplo una capa de pistas de sefal Ethernet), seguida por una primera de
varias capas internas u hojas de aislamiento convencionales, para proporcionar un circuito
de telecomunicaciones con un nimero limitado de pistas para transporte de sefial. Bajo la
primera capa interna estan las capas 56 y 58, que son planos a tierra eléctricos separados
por una segunda capa de preimpregnacion y seguidas por una segunda capa interna. Debajo
de la segunda capa interna se encuentra una capa de planos de voltaje 60 y 62, que estan
separadas por una tercera capa de preimpregnacion y seguida por una tercera capa interna.
Debajo de la tercera capa interna esta la capa 64, que incluye una asignaciéon de ruta
secundaria del circuito activo 65, a la cual sigue una cuarta capa de preimpregnacion.
Debajo de la esta cuarta capa esta la capa 66, que incluye los componentes activos 67, la
asignacion de ruta primaria para el conjunto de circuitos activos y las conexiones IDC.

[0062] El conjunto de circuitos activos de caracteristicas avanzadas localizadas en, o
acopladas con las capas 64 y 66 puede producir una degradacién del desempeiio del panel
en la capa de comunicaciones lo que se debe corregir para proporcionar los niveles de
desempefio deseados. Como se menciond, este conjunto de circuitos activos 65 y 67
tipicamente incluyen los circuitos de deteccién, los amplificadores operacionales y otros
componentes necesarios para las operaciones légicas, y las caracteristicas adicionales tales
como luces de indicaciéon visual de conexion y circuitos de insercién de energia como se
especifica en la Patente Norteamericana No. 5.406.260 por Cummings y otros, antes
mencionada. La separacion de capas tal como se muestra en la Fig. 7 proporciona mejoras
tanto en los circuitos de comunicaciones de las capas 52 y 54, como son las capas del
circuito activo 64 y 66 por medio de la eliminacion del ruido de interaccién y protegiendo las
capas de comunicacién de la operacién de los elementos de circuito que operan en las
capas de circuitos activos.

[0063] En la presente invencion, las capas de circuitos activos estan separadas de los
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circuitos de comunicaciones por multiples capas a suelo awggmle&y_napgs d
preimpregnacién Los planos de voltaje, capas 60 y 62 estan-ubicadas adyacentes |:§Q

capas de circuitos activos mientras que los planos ‘de_suelo-artificial 56 y 58, esté
adyacentes a las capas de los circuitos de comunicaciones, puesto que tipicamente se tiene
menos ruido debido a dichos planos a tierra. La capa 56, 58, 60 y 62 combinadas
contribuyen aiin mas a mejorar el desempefio al dejar una distancia de separacién mayor
entre las capas de comunicacién y las de circuitos activos que la que tradicionalmente se
deja. Ademas, como se describe con mayor detalle mas adelante junto a la segunda técnica
de compensacion, los elementos de los circuitos de compensacién 68 se pueden colocar
sobre las capas 52 y 54 para mejorar el nivel del desempefio de la placa de circuito del panel
de interconexion 40 cuando se agregan o quitan caracteristicas electronicas avanzadas.

[0064] Una segunda técnica de compensacion utilizada’de a do con la presente
invencién se obtiene proveyendo elementos de ¢ saciéon sobre la placa de circuito
impreso del panel de conexidon. Los elementos del circuito de compensacion de la placa de
circuito impreso 40 de la presente invencidon se muestran mas claramente en las Figs. 10y
11, y funcionan en relacién con los elementos adicionales de circuito como se muestra en las
Figs. 8, 9y 11. La Fig. 8 es un plano esquematico 80 que ilustra un ejemplo de componentes
de caracteristicas adicionales tales como los que dividen el circuito de comunicacién en
circuitos de entrada y salida de la capa de sefal para la inserciébn de dispositivos de
deteccidn y energia. La Fig. 9 es un plano esquematico que ilustra el circuito de la Fig. 8
sobre la placa de circuito impreso del panel de conexién, y la Fig. 10 es un plano
esquematico que ilustra los elementos del circuito de compensacién a usar con el circuito de
la Fig. 8 de acuerdo con esta invencién. La Fig. 11 es un plano esquematico que ilustra los
elementos del circuito de compensacion de la Fig. 10 y el circuito de la Fig. 8 en una posicién
de ejemplo sobre la placa de circuito impreso del panel de interconexién 40 de acuerdo con
la segunda técnica de compensacion.

[0065] En la Fig. 8, un diagrama esquematico 80 il%sUang‘ﬂJema eléctrico parcial de la

placa de circuito impreso del panel de conexién 40<ncluyendo varios componentes para uso .

con las caracteristicas adicionales que se provean. A as;también se muestran los puntos
de acople para las caracteristicas avanzadas. Como se muestra en la Fig. 8, el diagrama
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esquematico 80 de la placa de circuito impreso del panel de conexién 40 incluye un namero
de componentes activos fijos, pistas de sefial y circuitos de puente 72 los cuales se pueden
utilizar para asignar rutas de sefiales y para puntos de acople de cierto numero de
componentes de caracteristicas avanzadas los cuales proporcionan deteccion de
dispositivos e insercién de energia en el panel de conexion, via el enlace muilticonductor
entre los dispositivos y el sistema de red. Un ejemplo de un enlace muiticonductor entre los
dispositivos y el sistema de red proporcionado por la placa de circuito impreso 40 incluye una
variedad de lineas de comunicacién de transmision y recepcion o pistas de sefial, tales como
las linea 82-1 hasta 82-8, para comunicacién de informacion entre dispositivos, como los
dispositivos 22(a) hasta 22(d) de la Fig. 1 y un servidor o interruptor.

[0066] En el ejemplo mostrado en la Fig. 8, las lineas 82-1 hasta 82-8 pueden ser guiadas a
través del panel de conexion a lo largo de la primera y segunda capas 52 y 54 de la placa de
circuito impreso del panel de conexién 40 y terminar en un [DC, en un extremo PD/Usuario
84, y cualquier tipo de interfaz estandar que emplee cable de par trenzado, tal como un
conector RJ45 en un interruptor terminal 86. Los cables de par trenzado usualmente constan
de un par trenzado sin blindaje (UTP), blindado (STP) y variaciones de STP conocidas como
par trenzado retorcido (ScTP) y par trenzado retorcido con aluminio (FTP). El conector RJ45
se hace independiente de los contactos IDC debido a una serie de condensadores
bloqueadores DC que se describen mas adelante con mayor detalle. El bucle de DC del
RJ45 representa el lado de un interruptor/servidor/equipo activo de red, mientras que el bucle
del IDC representa el lado del equipo terminal/dispositivo de energia.

[0067] En donde los componentes que proveen caracteristicas avanzadas que se localizan
sobre la placa de circuito impreso 40, los componentes comprenderian parte del conjunto de
circuitos activos localizados en las capas 64 y 66 de la placa de circuito impreso multicapa
40. Como se muestra en la Fig. 8, los componentes que hacen parte de las caracteristicas
avanzadas pueden ser acoplados con los rastros de sefial, de tal modo que varios
componentes del circuito hacen de puente entre las capas de comunicacién y el conjunto de
circuitos activos.

[0068] En la Fig. 8, un modulo de inserciéon de energia (por ejemplo DIMM o dispositivo
similar) o electrénica (no mostrado) pueden ser acoplados con las pistas 87 del diagrama
esquematico 80 y de esta forma, la energia puede ser insertada sobre los pares de
transmision diferencial 82-4 y 82-5, y los pares 82-7 y 82-8. La energia remota puede ser
insertada utilizando los transformadores de derivacion central 91 y 92 respectivamente,
conectados entre dos hilos de cada par conductor y proveer energia DC a los dispositivos
remotos acoplados al enlace de transmision. El flujo de seiial en cada par, sin embargo, no
se interrumpe por dicha insercién de energia la cual permite la operacién de las aplicaciones
que requieren todos los cuatro pares de conductores, como gigabit Ethernet.

[0069] La légica funcional suministrada por un médulo de deteccién (por ejemplo DIMM o
dispositivo similar) o electronica (no mostrado) pueden ser acoplados con las pistas 88 del
circuito y del enlace de conectores multiples. Tanto la deteccién realizada en los pares de
conductores y la insercion de energia se implementan mediante técnicas como las definidas
en IEEE802.3af y TIA-568B, incluyendo actualizaciones como TIA568B.1-6. En esta forma,
se puede lograr detecciéon mediante el médulo o electrénica de deteccién, como cuando se
detecta la presencia o remocién de un dispositivo de la red mediante un circuito de
continuidad del bucle de corriente por medio de pares conductores. Mediante el uso de los
conectores 82-1, 82-2, 82-3 y 82-4, el médulo de deteccion puede establecer la existencia de
un dispositivo al final de la planta de cableado y el uso de estos pares de conductores
permite la deteccién de dispositivos que utilizan solamente estos pares, que se denominan
tipicamente “pares de sefales” en las 10 aplicaciones Base-T y 100 Base-T.

[06070] Como se muestra en la Figura 8, algunos componentes activos fijos, rutas de sefales
y circuitos de puente 72 se utilizan para asignar rutas y acoplar los puntos de los
componentes electrénicos de caracteristicas avanzadas descritos antes. Cuando estos
moédulos con caracteristicas de electrénica avanzada se acoplan con el circuito, las
caracteristicas eléctricas y el funcionamiento del circuito de comunicaciones se reducira
tipicamente. La degradacién del desempefio puede minimizarse mediante el disefio y
colocacion de capas, utilizando la primera técnica de compensacion descrita antes, pero la
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[0071] Por consiguiente, la segunda técnica de compensacion utilizada de acuerdo con‘una
realizacion de la presente invencion incluye una serie de elementos del circuito de
compensacion, y la colocaciéon de cada uno en la placa 40 del circuito impreso en relacion
con la electrénica del circuito activo de caracteristicas avanzadas descrito antes. Como se
muestra en la Fig. 8 el circuito activo 72 incluye transformadores 91 y 92 de extensién central
y una serie de condensadores 101 de bloqueo DC 101 a 108 colocados en la placa del
circuito impreso del panel de conexién en el espacio de la capa de sefiales para dividir el
circuito en segmentos separados de entrada y salida. Los condensadores de bloqueo se
utilizan para bloquear la sefial DC y separar el terminal, o el lado del dispositivo del lado del
servidor. El uso de los capacitores de bloqueo permite la aplicacién de energia DC
solamente al lado del terminal sin aplicar energia al lado del servidor. Para hacer esto, el
circuito permite separar los bucles DC de la terminacién del cable del panel y las conexiones
modulares de enchufe. Como resultado, no se puede obtener continuidad de DC entre las
terminaciones IDC y RJ45, pero todavia se mantiene la continuidad AC y RF.

[0072] La seleccién del tamafio adecuado del condensador de bloqueo es importante para
asegurar un impacto minimo sobre el funcionamiento del circuito de comunicaciones. Un
ejemplo de los valores del condensador encontrados en el circuito se encuentran en la Tabla
2 siguiente.

Tabla 2
Pin Valor del Condensador Valor Minimo Valor Maximo
82-1 0,1 yF 0,02 0,5
82-2 0,1 yF 0,02 0,5
82-3 0,027 uF 0,01 0,1
82-4 0,1 yF 0,02 0,5
82-5 0,1 uF 0,02 0,5
82-6 0,027 uF 0,01 0,1
82-7 0,1 yF 0,02 0,5
82-8 0,1 yF 0,02 0,5

[0073] Los elementos 72 del circuito activo de la placa de circuito impreso 40 también
incluyen los transformadores 91 y 92 de extensiéon central que forman un trayecto de
insercion DC dentro del circuito de comunicaciones. Estos transformadores unen los circuitos
activos y de comunicacién y permiten que la corriente DC pase, pero no afecte el
funcionamiento de la frecuencia mayor de las sefales diferenciales que estan tipicamente
operando sobre los mismos pares de conductores. Como con los condensadores 101 a 108,
los transformadores 91 y 92 también se seleccionan y se colocan en la placa de circuito
impreso del panel de conexién para asegurar un impacto minimo sobre el nivel de
desempefio de la placa de circuito 40 del panel de conexion.

[0074] Sin embargo, sin importar cuél sea la seleccion, los circuitos activos 72 de las
caracteristicas avanzadas localizadas en las capas 64 y 66 puede producir degradacion del
desempefio en la capa de comunicaciones del panel de conexion. Para minimizar estos
efectos, una serie de elementos de circuito de compensacion son colocados a lo largo de la
capa de sefal y sobre la capa de sefial se provee un grado de acople inductivo. Como se
muestra mas claramente en las Figs. 8 y 9, los circuitos activos 72 estan dispuestos sobre
las capas 64 y 66 de la placa de circuito impreso 40 e incluye parte de los condensadores
101 a 108 ubicados en los puntos marcados 74. La Fig. 9 ilustra al menos una parte de la
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superficie de la placa de circuito impreso del panel de conexion, sobre la cual los
condensadores 101 a 108 estan en serie con las pistas de los circuitos que se extienden
sobre las capas 64 y 66 marcadas con 76. Las ubicaciones mostradas en la Fig. 9 se
muestran sélo como ejemplo, y se puede proveer una colocaciéon adicional en otras
versiones de la presente invencién segun lo requiera la aplicacion.

[0075] En la Fig. 10 se presenta una serie de elementos del circuito de compensacién que
estan a lo largo de las capas de sefial 52 y 54 de la placa de circuito impreso del panel de
conexion 40. La Fig. 10 ilustra al menos otra capa de una parte de la superficie de la placa
de circuito impreso del panel de conexién sobre la cual son colocados los elementos del
circuito de compensacién, como se muestran en los puntos marcados con 78. Estos
elementos del circuito de compensaciéon incluyen elementos inductivos, capacitivos y
reactivos los cuales sirven para compensar los efectos adversos de los elementos de los
circuitos activos dispuestos sobre las capas 64 y 66. Como es sabido por aquellos
conocedores del arte, las pistas de las placas de circuito impreso se construyen tipicamente
de materiales de lamina de aluminio o laminas recubiertas de cobre y que establecen la
capacitancia y el acople inductivo con pistas adyacentes sobre las mismas o diferentes
capas. Normalmente dichas pistas se proporcionan con separaciones de aproximadamente
tres veces el ancho de la pista para minimizar este acople capacitivo e inductivo, sin
embargo el uso benéfico de dichos efectos parasitos pueden ser mejorados a traves de su
ubicacion en forma alterna. En el ejemplo que se muestra en la Fig. 10, los elementos del
circuito de compensacion son construidos como pistas en cresta interdigital sobre al menos
una capa de la placa de circuito impreso 40, sin embargo, cada uno (los elementos,
inductivos, capacitivos y reactivos) pueden ser proporcionados por otra capa cuando sea
requerido. Por ejemplo, se provee acople inductivo sobre las capas incluyendo las de pistas
de sefal.

[0076] Como se muestra en Fig. 10 una serie de tales pistas son dadas en los elementos del
circuito de compensacion mostrados en los puntos marcados con 78. En el ejemplo mostrado
en la Fig. 10, una serie de dichas pistas son proporcionadas sobre las capas de sefial 52 y
54 y se colocan en relacién con las pistas de los condensadores y el condensador como se
muestran en los puntos marcados 74 y 76 sobre las capas 64 y 66 de la placa de circuito
impreso del panel de conexion. En los ejemplos de la Figura 10, la posicion de los elementos
68 se proporciona solamente como un ejemplo, y se puede reconfigurar como se requiera
dependiendo de las diferentes posiciones del condensador en la capa del circuito activo.

[0077] En la Fig. 11 se muestra un ejemplo de conjunto terminado de acuerdo con una
realizacion de la presente invencion, en donde se ilustra el posicionamiento entre las pistas
de los condensadores y el condensador en las capas 64 y 66 de la Figura 9, y los elementos
del circuito de compensacién sobre las capas de sefial 52 y 54 de la Fig. 10. En especial, los
elementos de circuitos de compensacion en las capas de sefiales (es decir condensadores, o
cualquier acoplamiento inductivo, u otro método de compensacion), se colocan para acoplar,
o compensar, entre los rastros del circuito de comunicacién. Este acoplamiento/
compensacion restablece el equilibrio (pérdida de retorno e impedancia), al circuito, y reduce
o anula cualquier ruido que se produzca del desbalance, incluyendo la superposicion de
sonidos (NEXT), y superposicion de sonidos remotos (FEXT) y similares. En esta
configuracién, se pueden utilizar los efectos parasiticos benéficos de los elementos del
circuito de compensacién para aumentar el nivel de desempefio de la placa 40 del circuito de
panel de comunicacién cuando se agrega electrénica de caracteristicas avanzadas.

[0078] Por consiguiente, ademas de la separacion de capas de la placa de circuito descrita
antes, la presente invencion puede también incluir los elementos inductivo, capacitivo y
reactivo de los circuitos 68 de compensacion en la placa 40 de circuito impreso del panel de
conmutacién para compensar los efectos de la electronica de caracteristicas avanzadas
agregadas 72 colocada en la placa 40 y minimizar los efectos en los trayectos de sefiales.
Los restantes efectos se minimizan mediante el uso de técnicas de conexién de alta
impedancia y de bloqueo. Especificamente, el circuito activo de caracteristicas avanzadas
unido con la presente invencién realiza interfaz con el cableado que conecta el trayecto de
sefiales del hardware en dos métodos. Primero, mediante conexiones de alta impedancia,
que “hacen una derivacién” del circuito de comunicaciones, 0 mediante “bloqueo”, o
dispositivos en serie que se localizan dentro del trayecto de la red. Las conexiones de alta
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impedancia también minimizan el efecto de la electronica de caracteristicas avanzadas en el
funcionamiento del trayecto de sefiales. Adicionalmente, la selecciéon de los valores de
bloqueo de los valores del condensador de bloqueo, como se ilustra en la Tabla. 2 minimiza
el efecto sobre la pérdida de retorno y la atenuacion que puedan crear los componentes.

[0079] También en otra realizacién de la presente invencion mostrada en la Figura 12, se
puede modificar la disposicion de las realizaciones ilustradas en las Figuras 4 a 6. La Figura
12 es una vista expandida de un panel de conexién de recoleccion de datos y de insercién
de energia del equipo de terminal de datos de acuerdo con otra realizacion de la presente
invencion.

[0080] Como se muestra en la Figura 12, el panel de conexién incluye una cubierta posterior
132, un ensamble de placa de circuito impreso 140, una pluralidad de ensambles de puerto
de conexion 144, una pluralidad de mecanismos de montaje 136, un panel adaptador 130 y
una capa de superposicion 131 y una cubierta 138. La funcion de cada una es
sustancialmente la misma que las de los componentes correspondientes en las Figuras 4 a
6, de acuerdo con lo cual se omite una descripcién detallada de los mismos. Dos médulos
separados, o circuitos 151 y 152 de caracteristicas avanzadas, también se muestran unidos
al ensamble de la placa de circuitos 140.

[0081] Como se muestra en las realizaciones de las Figuras 4 a 6, los circuitos de
caracteristicas avanzadas de la placa 40 de circuito impreso estan colocadas opuesto a los
conjuntos o0 ensambles 44 del puerto de conexién. En la realizacién de la presente invencién
ilustrada en la figura 12, los circuitos de caracteristicas avanzadas 151 y 152 de la placa de
circuito impreso 140 se puede colocar en el mismo lado como los ensambles de puerto de
conexion 144 y puede extenderse mediante aberturas adicionales 160 hasta la superficie
frontal del panel 130 del adaptador. Sin embargo, este es un ejemplo de posible
posicionamiento del circuito de caracteristicas avanzadas y todavia puede incluir otras
aplicaciones de la presente invencion de las configuraciones de posicionamiento del circuito
de caracteristicas avanzadas, como las que incorporan conectores de 90 grados (no
mostrados)

[0082] Se puede suministrar una cara o cubierta removible 138 para abrir y cerrar, con el fin
de accesar los circuitos 151 y 152 de caracteristicas avanzadas, (por ejemplo, manejo de
activos, inserciébn de energia o cualesquiera otro ensamble de PCB deseados) para
mantenimiento, mejoramientos y reemplazo. En la realizacion del ejemplo indicado, el facil
acceso a los circuitos removibles de caracteristicas avanzadas, permite el uso de circuitos
externos o personalizados en varias combinaciones para proveer las caracteristicas
avanzadas. Al incorporar cada una como médulos separados removibles, la realizacion se
puede configurar y reconfigurar para tener cualquiera de las varias opciones funcionales,
incluyendo insercién de energia, manejo o gestion de activos, ambas o cualesquiera de las
dos. Esta configuracién también permite una instalacion y aspecto sustancialmente igual a la
de un panel convencional de conexion.

[0083] La presente invencion se puede configurar como una sola unidad con todas o parte
de las funcionalidades, o una unidad muiltiple que incluya placas de opciones adicionales de

funcionalidad y conectores como se muestra en las Figs. 4 a 6. La presente invencié b
ser un dispositivo de un solo o multiples puertos desde 1 hasta 120 por unidad, @xcfediendoi)él
los niveles actualmente existentes de 24 a 48 puertos por unidad:’xc' perm‘me@ un punto de Q '
conexion de conectores modulares. La placa de circuito impreso conexion se )
dimensiona par @g» araproximadamente tres unidades del portante (es decir 3U, ;)Q

aproximadamente ‘ 5) y mantener la densidad de los puertos en el panel final ya
que el manejo de \cables ahtra puede ser parte del mismo panel de conexién. Como

construye, la presente invencién puede incluir un panel 3U que tiene espacio para el manejo
de cables y los circuitos activos entre los circuitos de telecomunicaciéon que se disponen por
encima y por debajo de los circuitos de manejo de cables y circuitos activos, incluyendo una
pluralidad de puertos de modo que se mantenga la densidad. La presente invencién también
permite al menos un conector modular como una salida, tipicamente un conector RJ45, que
hace interfaz con un enchufe modular. La combinacién anterior permite la construccién de un
panel de interconexion que incluye el manejo de cables y los circuitos activos dentro de un



tamafio de panel 3U, y especificamente, la capacidad para obtener al menos 48 puertos y el
manejo de cables asociados en un tamaiio de panel 3U.

[0084] La presente invencion descrita antes permite hardware de comunicacién que puede
ser de categoria de al menos 3, 5, 5e, 6 y/o mas (por ejemplo 6e o 7) y niveles de
desempefio equivalentes segun se requiera, y también mantiene funcionamiento de
transmisién de categoria como se define en los requerimientos de transmision IEEE802.3 y
TIA-568B. La presente invencion puede cablearse a la planta de cableado, y de este modo
también se puede utilizar para recolectar informacién y suministrar informacién acerca del
lugar de otros dispositivos conectados por medio de una caracteristica de manejo de datos.
Esto puede ser particularmente importante para los servicios como aplicaciones de
emergencia en el 911 de los Estados Unidos en donde es critico determinar la ubicacién de
la persona que llama, especialmente en una red VolP.

[0085] Si bien se ha escogido una realizacion para ilustrar la invencién, se entiende que para
los expertos en el arte, varios cambios y modificaciones pueden hacerse aqui sin separarse
del campo de aplicacién de la invenciéon como se define en las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

Qué se esta reivindicando:

1. Un panel de conexién de suspensién con circuito de separacién para equipo terminal de
datos, insercidn de energia y recopilacion de datos con caracteristicas avanzadas de
compensacién que incluye componentes electronicos modulares o fijos, para proporcionar
niveles de desempefio mejorados, y que incluye ademas técnicas de separacion de circuito
para reducir al minimo efectos adversos de la electrénica y que se caracteriza por incluir:

Una placa de circuito impreso con una pluralidad de capas del panel de conexién.

Un circuito de comunicaciones dispuesto sobre al menos una primera capa y acoplado
eléctricamente entre un conector de desplazamiento de aislamiento (IDC) en un extremo de
PD/Usuario y un conector RJ45 en el equipo de comunicacién;

Un componente electrénico modular removible o fijo acoplado eléctricamente con el
circuito de comunicaciones, dicho componente comprende al menos un circuito activo
dispuesto sobre al menos una segunda capa de la variedad de capas para proveer una
caracteristica avanzada; y

Una pluralidad de mecanismo de separacién y compensadores de por lo menos una capa

2. Un panel de conexidn de caracteristicas avanzadas de compensacién conforme a la
reivindicacién 1, caracterizado por incluir componentes electrénicos modulares removibles o
fijos, y en donde dicho circuito de comunicaciones incluye al menos una pista de transporte
de seifial o un circuito de asignacion de ruta de telecomunicacion.

3. Un panel de conexidn de caracteristicas avanzadas de compensacién conforme a la
reivindicacion 1, que incluye componentes electronicos modulares removibles o fijos, y
caracterizado ademas porque dichas caracteristicas avanzadas incluyen al menos una
caracteristica avanzada de deteccion de dispositivo, caracteristica de operacion légica y
caracteristica de inserciéon de energia.

4. Un panel de conexiéon de caracteristicas avanzadas de compensacién que, conforme a la
reivindicacién 1, con componentes electronicos modulares removibles o fijos; y caracterizado
porgue el componente electrénico modular removible comprende al menos un médulo de
doble memoria en linea (DIMM).

5. Un panel de n de caracteristicas avanzadas de compensacion que, conforme a las
reivindicaciong aracterizado por incluir ademas una cubierta removible para recubrir
dicho DIMM. ~
6. Un panel de caracteristicas avanzadas de compensacion que, conforme a

las reivindicacione gilue incluye componentes electrénicos modulares removibles o
fijos, y caracterizado~perque la placa del circuito impreso del panel de conexién de capas
multiples comprende un primer lado de acceso al usuario desde el cual se extiende al menos
un DIMM y el conector RJ45.

7. Un panel de conexién de caracteristica avanzada de compensacién que, conforme a la
reivindicacién 1, con componentes electronicos modulares removibles o fijos, caracterizado
ademas porque el circuito activo incluye al menos una capa de asignacién de ruta
secundaria de dicho circuito, el componente del circuito activo, el componente IDC, el
conector del médulo de enchufe y el direccionamiento primario de los circuitos activos.

8. Un panel de-€onexid ~de Yaracteristicas avanzadas de compensacién conforme a las
reivindicaciongs 1 y 7 con componentes electronicos modulares removibles o fijos,
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caracterizado ademas porque el componente del circuito activo incluye al menos un
condensador de bloqueo DC.

9. Un panel de conexidn de caracteristicas avanzadas de compensacién con componentes
electrénicos modulares removibles o fijos conforme a la reivindicacion 7, caracterizado
porque el componente del circuito activo incluye al menos un transformador con derivaciones
en el centro.

10. Un panel de conexién de caracteristicas avanzadas de compensacién con componentes
electrénicos modulares removibles o fijos conforme a la reivindicacién 7, caracterizado
ademas porque el componente del circuito activo incluye al menos un amplificador
operacional.

11. Un panel de conexién de caracteristicas avanzadas de compensacion que, conforme a la
reivindicacion en 1, con componentes electrénicos modulares removibles o fijos,
caracterizado porque la tercera capa incluye al menos una capa de nucleo, la capa de
preimpregnacion, la capa del plano a tierra y la capa del plano de voltaje.

12. Un panel de conexién de caracteristicas avanzadas de compensacién con componentes
electrénicos modulares removibles o fijos segln la reivindicacién 1, caracterizado ademas
porque el efecto adverso incluye por lo menos un nivel de aumento de ruido, refiexion,
acople inductivo adverso y acople capacitivo adverso, y en donde los niveles de mejor
desempefio incluyen al menos uno de una categoria 3, 5, 5e, 6, 6e, y 7 y niveles de
desempeiio mas altos.

13. Un panel de conexion de caracteristicas avanzadas de compensacién con componentes
electrénicos modulares removibles o fijos segun la reivindicacién 1, caracterizado porque la
placa de circuito impreso del panel de conexién de capas multiples comprende también un
tamarfio de panel 3U que tiene al menos 48 puertos.

14. Un panel de conexion de caracteristicas avanzadas de compensacién con componentes
electrénicos modulares removibles o fijos segln la reivindicacién 1, caracterizado porque la
placa de circuito impreso del panel de conexion de capas miuiltiples consta de un panel que
tiene al menos 48 puertos y al menos uno de una dimension de altura de 1U, 2U y 3U.

15. Un panel de conexion de caracteristicas avanzadas de compensacion con componentes
electrénicos modulares removibles o fijos segun la reivindicacién 1, caracterizado porque la
placa de circuito impreso del panel de conexién de capas muitiples comprende un
mecanismo de tendido de cables.

16. Un panel de conexion de caracteristicas avanzadas de compensacion con componentes
electrénicos modulares removibles o fijos segun la reivindicacion 1, caracterizado porque la
placa de circuito impreso del panel de conexién de capas multiples comprende un circuito
activo y mecanismo de tendido de cables dispuesto adyacente a y entre dicho circuito de

ey
A\

comunicacién sobre una superficie de la placa de circuido impreso del panel de conexion.

17. Un método para elaborar un panel de conexién de caracteristicas avanzadas con
componentes electrénicos modulares removibles o fijos que por separado o en combinacién
son capaces de proveer caracteristicas avanzadas como el dispositivo de deteccion e
insercion de energia, en donde el panel de conexién provee mejores niveles de
funcionamiento, dicho método que comprende los pasos de:

Ensamblar una placa de circuito impreso del panel de conexién de capas muiltiples;

Disponer sobre por lo menos una primera capa de dicho panel un circuito de
comunicacién eléctricamente acoplado entre un conector de desplazamiento de aislamiento
(IDC) en un extremo de PD/Usuario y un conector RJ45 en un extremo del equipo de
telecomunicacion;

Disponer sobre por lo menos una segunda capa de dicho panel por lo menos uno _de los
componentes electronicos modulares removibles o fijos eléctricamente acoplax\os &

o
/
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circuito de comunicacién, dicho componente compuesto de por lo menos un circuito activo
para proveer una caracteristica avanzada; y

Aislar dicha pri

gg%de la mencionada segunda capa mediante un mecanismo de Y}

compensacion comp.rr,e,ﬁdidbn e al menos una tercera capa dispuesta entre dicha primeray ™

segunda_ca ara aislar dicho circuito activo del circuito de comunicacién y minimizar
stancialmenté)al menos un efecto adverso resultante de dicho circuito activo y de este
roveer mejores niveles de desempefio.

18. Un método para elaborar un panel de conexién de caracteristicas avanzadas como se
indica en la reivindicaciéon 17, caracterizado por incluir también el paso de disponer sobre
dicha primera capa un circuito de comunicacién que incluye al menos una pista que lleva
sefiales o un circuito de asignacién de ruta de comunicacion.

19. Un método para elaborar un panel de conexién de caracteristicas avanzadas como se
indica en la reivindicacién 17, caracterizado por incluir ademas el paso de disponer sobre
dicha segunda capa al menos uno de los componentes electrénicos modulares removibles o
fijos que comprende por lo menos uno de una capa de asignacién de ruta secundaria del
circuito activo, el componente de circuito activo, el componente IDC, el conector de médulo
de enchufe y la asignacion de ruta primaria de los circuitos activos.

20. Un método para elaborar un panel de conexion de caracteristicas avanzadas como se
indica en la reivindicacién 19, caracterizado porque el componente de circuito activo incluye
al menos un condensador de bloqueo DC

21. Un metodo para elaborar un panel de conexion de caracteristicas avanzadas como se
sefiala en la reivindicacion 19, caracterizado porque el componente de circuito activo incluye
al menos un transformador de derivacién al centro.

22. Un método para elaborar un panel de conexién de caracteristicas avanzadas como se
sefiala en la reivindicacion 19, caracterizado porque el componente de circuito activo incluye
al menos un amplificador operacional.

23. Un método para elaborar un panel de conexién de caracteristicas avanzadas como se
sefiala en la reivindicacién 17, caracterizado porque dicha tercera capa incluye por lo menos
una de una capa de ntcleo, una capa preimpregnacion, una capa de plano a tierra y una
capa de plano de voltaje.

24. Un método para elaborar un panel de conexién de caracteristicas avanzadas como se
sefiala en la reivindicacion 17, caracterizado porque el aislamiento entre la primera y la
segunda capa incluye adicionalmente los pasos de:

Colocar al menos una capa del plano de voltaje adyacente a la segunda capa en dicha
placa del circuito impreso del panel de conexién de capas mltiples;

Colocar al menos una capa de plano a tierra, adyacente a la primera capa en el conjunto
de la placa de circuito impreso del panel de conexién de capas mdiltiples, y

Separar cada capa mediante una capa de preimpregnacién y una capa de nucleo.

. .
P

25. Un metodo. p: elaboré;r un panel de conexién de caracteristicas avanzadas conforme a
las reivindicaciofies 17 y 24, caracterizado porque el aislamiento entre la primera capay la
segunda capa \mprende S pasos de:
\\
Colocar al menos Uha capa del plano a tierra, adyacente a la segunda capa en el conju
de la placa de circuito impreso del panel de conexién de capas multiples;

to

Colocar al menos una capa del plano a tierra adyacente a la primera capa en el conjunto
de la placa de circuito impreso del panel de conexion de capas mdiltiples; y

Separar cada capa mediante una capa de preimpregnacién y una capa de nicleo.

/
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1 Descripcién: Folios: a como se radico inicialmente
Folios: 159 a _174_ del memorial del 2009-11-16

1.2 Reivindicaciones: Folios: a como se radico inicialmente
Folios: _175__ a _177_ del memorial del 2009-11-16

1.3 Dibujos: Folios_ 53 _a _63_ como se radicé inicialmente
Folios a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 146 no se presentaron oposiciones por
parte de terceros.

2, Objeto de la invencion

Segun la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un panel para
interconexiones.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica: un panel de conexiéon de suspension con
circuito de separacién para equipo terminal de datos, insercion de energia y
recopilacion de datos con caracteristicas avanzadas de compensacion que incluye
componentes electrénicos modulares o fijos para proporcionar niveles de desempefo
mejorados y que incluye ademas técnicas de separacion técnicas de separacion de
circuito para reducir al minimo los efectos adversos de la electrénica, relacionado en las
reivindicaciones 1 a 16; y, un método para elaborar un panel de conexion de
caracteristicas avanzadas con componentes electronicos modulares removibles o fijos
que por separado o en combinacion son capaces de proveer caracteristicas avanzadas
como el dispositivo de deteccion e insercion de energia, en donde el panel de conexién
provee mejores niveles de funcionamiento, relacionado en las reivindicaciones 17 a 25.
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Segun la IPC la clasificac‘i()n del objeto reclamado es HO5K 7/06. /\

3. De la solicitud de Patente
3.1 Descripcién (articulo 28 D. 486)

Aunque el nuevo nombre o titulo de la invencidn es un buen intento de superar la
objecion planteada en el oficio, el mismo conceptuaimente, es impreciso porque no es
claro que se quiere sefalar con, “...de conexién de suspension ;de qué?, ;donde?...”;
y, continlla con mayor énfasis en el uso que se le da al objeto de la solicitud, que una

definicion breve del mismo.

Es de suma importancia que el interesado entienda que, acorde a lo explicado en el
oficio precedente, entre el titulo, la descripcion y las reivindicaciones DEBE haber
concordancia porque asi lo determinan la norma y el reglamentario.

Quien haga una comparacion entre el nuevo titulo (ver folio 154) y las nuevas
reivindicaciones (ver folios 175 a 177) notara enseguida que NO son concordantes.

En nuestra opinidn, una traduccion de contexto, del nombre de la solicitud, mas cercana
podria ser: “Panel de suspension de interconexiones conmutables con circuito de
compensacion para equipo terminal de datos, inserciéon de energia y recoleccion de
datos”.

Ahora bien, es necesario que el interesado tenga en cuenta que la solicitud, en su
conjunto, debe redactarse en lenguaje técnico claro, el perteneciente a la materia a que
corresponda la solicitud, por lo que conviene emplear de manera constante y uniforme
los términos, simbolos y demas signos técnicos “generalmente” aceptados en el ramo,
para evitar que el titulo diga una cosa, la descripcion exponga otra y las reivindicaciones
terminen en una tercera.

Como se informé, el contenido de todo el documento presenta errores de trascripcion,
redaccion y traduccion, que inciden negativamente en la claridad de la exposicion; para
ilustrar nuestras afirmaciones a continuacion, se suministra un par ejemplos de los
defectos detectados, sin embargo, no se hara una lista detallada ya que seria una labor
dispendiosa, fuera de nuestras funciones.

Entre lo que se afirma en el parrafo 46 y el parrafo 48 de la pagina 8 no hay
concordancia, pues en el primero se hace referencia a unos “mecanismos de montaje
36", mientras que en el segundo con el mismo posicional se identifican unos “puntos de
montaje”, que NO son lo mismo.

El solicitante debe revisar el empleo de los puntos y las comas en relacion con los
guarismos que aparecen en la solicitud.

Es necesario precisar que, en Colombia las comas se deben usar solo para separar los
numeros enteros de los decimales, de acuerdo a las reglas de escritura del Sistema
Internacional de Unidades, que se basan en las normas ISO (International
Organization for Standardization; consultar la norma 1ISO 31-0:1992). Se puede admitir
el punto para separar los decimales unicamente en los textos en inglés (citas o copias
de documentos originales) de acuerdo a lo dispuesto por el Comité Internacional de
Pesas y Medidas (CIPM) en 1997.

Como guia para aplicar la notacién numérica en el Sistema Internacional de Unidades
(SI) respecto a las cifras incluidas en el expediente, se ofrece el siguiente:

Debe dejarse un espacio entre grupos de 3 digitos, tanto a la izquierda como a la
derecha de la coma (por ejemplo: 15 739,012 53; consulte la norma ISO 31-0, Parte 3).
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En numeros de cuatro digitos puede omitirse dicho espacio. La coma no debe usarse /\5

como separador de los miles, millones, etc.

Lo anterior se sustenta en los decretos 1731 de 1967, 3464 de 1980 y 3460 de 1984, en
los que se dispuso adoptar en el pais el Sistema Internacional de Unidades (SI) como
sistema obligatorio.

El Decreto 3460 de 1984, articulo 1 sefala: “Adoptar el Sistema Internacional de
Unidades (SI) como sistema obligatorio de unidades en materia de metrologia en el
territorio de la Republica de Colombia”, (subrayado fuera de texto). La Norma Técnica
Colombiana Oficial Obligatoria 1000, describe el Sistema Internacional de Unidades e
indica el uso de las unidades que lo conforman.

Por ultimo, la Superintendencia de Industria y Comercio expidié el 25 octubre de 1991 la
Resolucién 1823, por la cual se implanta el Sistema Internacional de Unidades en todos
los sectores de la industria y el comercio y que, obviamente, debe extenderse a todos
los documentos oficiales.

A la luz de lo precedente, las cifras y decimales incluidos en las paginas 1 a 3, 7, 10, 11
y 15 de la nueva descripcién, no cumplen lo establecido en las normas.

Entre lo que se asegura en los parrafos 40 y 42 no hay concordancia, porque en el
primero se cita una caracteristica opcional 14 y en segundo se relaciona con el mismo
numeral la caracteristica 14 de deteccién de dispositivos, lo que puede deberse a una
redaccion y traduccién defectuosas.

Por concluir, en todo el documento se hace mal uso de las preposiciones sobre, desde,
hacia, a través de, etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se
quieren establecer. También se detecté un continuo abuso con los gerundios, propios
de otros idiomas pero no del castellano. Se recomienda hacer una revisién exhaustiva
del aparte para eliminar los defectos detectados.

Consecuentemente, la descripcion aportada no cumple las disposiciones del articulo 28.

3.2 Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

El nuevo pliego reivindicatorio, en esencia, no solo NO corrigié las observaciones
trasladadas en el oficio No 12.283 sino que agregd nuevos defectos, razén por la que
por ultima vez se informa que:

Las reivindicaciones 1, 17 y sus dependientes son indefinidas porque no es posible
establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica; no incluyen
numerales posicionales que faciliten su inteligibilidad; aunque el preambulo de las
reivindicaciones concuerda, parcialmente, con el titulo ain contienen explicaciones
ajenas a la definicion que se deberia dar al problema técnico que, supuestamente,
resuelven y se agregaron otras dirigidas al uso o efectos del mismo, todo lo cual
ocasiona que carezcan de claridad.

La reivindicacion 1 es una enumeracion de componentes sin relacion técnica entre
ellos; ademas, agrega explicaciones ajenas a la definicion que se deberia dar al
problema técnico que, supuestamente, resuelve concretamente en: *© con
caracteristicas avanzadas... adversos de la electronica”, “...dicho componente...
avanzada”, “... y para minimizar sustancialmente... funcionamiento”, que hacen énfasis
en el uso o el efecto del mismo, lo que no se permite; y, en el Ultimo parrafo se incluye
que, “... substancialmente al menos un efecto adverso...”, que amen de ser una
expresion facultativa, que no sirve para delimitar la protecciéon solicitada, le resta
claridad, por lo cual, se debe retirar.




Como se informé en el oficio, las reivindicaciones dependientes 2 a 16 agregan una
explicacion ajena e innecesaria en: “... que incluye componentes... fijos y en donde”,
dicho circuito...”.

La reivindicaciéon 2 no tiene enlace légico con la 1 porque no aclara o delimita una
caracteristica incluida en aquella, ademas, agrega un “en donde”, que como se explicd
en el traslado precedente, no tiene ninguna equivalencia ni significacion en el tema.

La reivindicacién 3 no tiene enlace légico con la independiente porque no aclara ni
delimita alguna caracteristica patentable sino que se desvia a mencionar
“caracteristicas avanzadas”, que no son caracteristicas ni de estructura ni de funcion y
que no han sido definidas claramente en dicha independiente. Dicha reivindicaciéon debe
ser excluida.

Las reivindicaciones 4, 8 y sus relacionadas son incomprensibles y no parecen tener
enlace l6gico con la independiente.

Las reivindicaciones 5, 6, 8 y 25 segun las reglas establecidas, quedaron mal
referenciadas debido a que la regla 123.quinquies 4).a).de la ley tipo no se cumple, que
la oficina ha venido utilizando en su procedimiento de calificaciéon, dicha regla, (ver
parrafo 64 de la “Guia para los paises en desarrollo sobre el examen de las solicitudes
de patentes”), establece que:

“Una reivindicacion es “dependiente muiltiple” si depende de mas de una reivindicacion
precedente. Tal dependencia solo puede ser alternativa y no puede servir de base a
otra dependencia multiple... por ejemplo, si la tercera reivindicacién ha de referirse a las
dos precedentes sélo podra hacerlo mediante la formula “conforme a (segun) una de las
reivindicaciones 1 6 2" y no mediante la formula, “de acuerdo con las reivindicaciones 1
y 2"; la cuarta reivindicacion, a su vez, no podra referirse a la tercera 'y a otra...”.

Las reivindicaciones 11, 12, 26 no tienen enlace l6gico con la independiente respectiva
porque no aclaran o delimitan una caracteristica patentable sino que se desvian efectos
del uso y a unas categorias, que no son caracteristicas de estructura o funcion, por lo
que deberan excluirse.

La nueva reivindicacion 17 ademas de incluir errores de redaccion y traduccion, agrega
explicaciones ajenas a la definicion que se deberia dar, concretamente en: “... de
caracteristicas avanzadas...niveles de funcionamiento”, “dicho componente...
mejoramiento caracteristica avanzada”, de igual forma que en la 1 se encuentran
afirmaciones redundantes que no aportan ninguna claridad, en “... una tarjeta...
multicapa... variedad de capas”.

La reivindicacion 18 y sus relacionadas iteran lo que se incluye en las reivindicaciones
2, 7 a 11; adicionalmente, las reivindicaciones 12 y 26 son iguales, razones por las que
el pliego no es conciso, ademas, las dependientes de “método” son para delimitar o
aclarar un paso o etapa del mismo no para iterar lo ya dicho en otras y no se acepta
que una serie de etapas se aclarada o delimitada por las caracteristicas de un producto
puesto que seria aclarar o delimitar un procedimiento por un producto o una cosa por
otra, lo que no se permite.

Finalmente, es importante que el interesado tenga en cuenta que esta solicitud y la
radicada con el numero 06-99681 se refieren, practicamente, a la misma materia puesto
que la descripcion, los dibujos y las reivindicaciones presentan minimas diferencias; por
ejemplo, en esta solicitud tiene 12 dibujos que coinciden totalmente con los 11 del
expediente arriba citado, la Unica diferencia entre los expedientes es que aqui se
agrega la figura 12.

Analizados los casos antes citados, se determind que las reivindicaciones 1y 17 de la
681 son equivalentes a la 1y 17 de la 684; las reivindicaciones 2, 3, 12 a 16, 18 a 22 de




la 681 son iguales a las 2, 3, 12 a 16, 18 a 22 de la 684; las reivindicaciones 4 a 7 de la
681 son iguales a las 7 a 10 de la 684. En consecuencia, es importante que el
solicitante tenga en cuenta las disposiciones del articulo 16 por las que lo reivindicado
en el primer expediente puede afectar al pliego del segundo, es decir, NO puede haber
iteraciones de ninguna indole en el 684 v, si se trata de 2 realizaciones diferentes, cada
una de ellas debe ser definida con mucha claridad respecto de la otra.

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las
disposiciones del articulo 30.

4. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un Unico
objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. Determinacion del estado de la técnica:
La fecha para determinar el estado de la técnica es 03 de marzo de 2005.

E! estado de la técnica determinado es el mismo que se relacioné en el informe de
busqueda de la publicaciéon W0O2005/084341 (ver folios 65 a 68).

De dichos antecedentes se determind que los documentos 1 a 6 revelan elementos
esenciales relacionados en las reivindicaciones, lo cual, no permite establecer con
claridad el limite del alcance de la proteccidn pretendido en el pliego, por consiguiente,
el interesado debera tener en cuenta tal situacion, especialmente, en la redaccién de las
reivindicaciones.

La observacién anterior no fue tenida en cuenta por el interesado porque ni el pliego
corrige la situacion ni en su respuesta se brinda una explicacién que intente, al menos,
justificar el por que se deja asi.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de _60_ dias contados a
partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesién, se denegara la patente.

Notifiquese el presente ofi 'd’aa}ﬁorme alo di§puesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del tjtulo pfimero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARME 'A CESPEDES DE VERGEL
Jefe de Divisi" de Nuevas Creaciones
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El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha

17 ABR. 2009
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